
正文

小编导读：半导体行业一直都绕不开国产化这个问题。本文从半导体材料、

半导体设备、半导体设备零部件三个维度对全球竞争格局作了系统性分析（本

中蓝色和红色字体是划重点），清楚的明白半导体国产化的具体方向在哪里。

不管你是投资者、从业人员、还是兴趣爱好者，皆可一读。
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四、总结

一、半导体材料

晶圆制造材料主要包括硅片、电子特气、光掩膜、光刻胶及配套试剂、湿电

子化学品、CMP 抛光材料、靶材等，其中，硅片是占比最高的半导体材料，

占比达 35%。电子气体占比 13%，排名第 2；掩膜版占比 12%，排名第 3；光

刻胶占比 6%；光刻胶配套材料占比 8%；湿电子化学品占比 7%；CMP 抛光材料

占比 6%；靶材占比 2%。

封装材料主要包括封装基板，引线框架，键合丝，塑封材料等，其中封装基

板占比最高，为 48%；引线框架、键合丝、包封材料、陶瓷基板、芯片粘接

材料占比分别为 15%、15%、10%、6%和 3%。

1、半导体硅片

全球硅片市场高度集中，前五大半导体硅片企业信越化学（26%）、SUMCO（25%）、

Siltronic（13%）、环球晶圆（16%）、SK Siltron（9%）占全球半导体硅片



行业销售额比重高达 89%，来自日本、德国、台湾，其中日本硅片企业遥遥

领先。

目前，全球半导体硅片市场规模达 140 亿美元，其中 8 英寸、12 英寸硅片占

据 90%以上的市场份额，12 英寸硅片市场占有率不断提升。

国内现有产能：8 英寸 208 万片/月，12 英寸 90 万片/月。8 英寸国产化率 33%，

12 英寸国产化率 10%。目前，国内硅片公司梯队效应明显，龙头公司发展迅

速。沪硅产业、立昂微等凭借在大尺寸硅片的技术积累以及产能优势，在营

收端逐渐与其他硅片公司拉开差距，实现更快增长。

主要公司：

沪硅产业（8 英寸产能 45 万片/月，12 英寸产能 30 万片/月；规划新增产能

12 英寸 33 万片/月）

中环股份（8 英寸产能 75 万片/月，12 英寸产能 17 万片/月；规划新增产能

8 英寸 25 万片/月，12 英寸 45 万片/月）

立昂微（8 英寸产能 27 万片/月，12 英寸产能 18 万片/月；规划新增产能 8

英寸 10 万片/月，12 英寸 27 万片/月）

中欣晶圆（8 英寸产能 40 万片/月，12 英寸产能 10 万片/月；规划新增产能

12 英寸 10 万片/月）

奕斯伟（12 英寸产能 5 万片/月；规划新增产能 12 英寸 45 万片/月）

鑫晶半导体（12 英寸产能 10 万片/月；规划新增产能 8 英寸 30 万片/月，12

英寸 20 万片/月）

神工股份（8 英寸产能 5 万片/月；规划新增产能 8 英寸 10 万片/月）

有研硅（8 英寸产能 16 万片/月；规划新增产能 8 英寸 10 万片/月）

中晶科技（规划新增产能 8 英寸 5 万片/月）

可参考文章链接：

半导体材料报告：半导体硅片高景气，国产硅片厚积薄发（附 40 页 PPT）

半导体材料：摩尔定律演进，半导体硅材料历久弥新（附 27 页 PPT）

2、半导体硅片上游：原料和设备

上游包括多晶硅、石墨制品、切磨耗材、石英坩锅、抛光耗材等生产材料和

单晶炉、切片机、倒角机等生产设备。

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247489811&idx=2&sn=605e79d400ce687f4ceecccbb6f88636&chksm=c1f51847f6829151294ae2b772d6e64f28e02426f0a69accc4604d960d5ffdec5d2934fda84b&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247490454&idx=1&sn=b1bfca22e437e2ba67f9b0d1f1560f17&chksm=c1f51ac2f68293d4271e3a464c69a9f6de3984999fe03d1306a619b16ebd50eb9c33602cee6b&scene=21


设备：长晶设备占所有生产设备的 25%，其中日本 Ferrotec 市占率 80%以上，

国内公司：北方华创、连城数控和晶盛机电的 12 英寸单晶炉与国际水平仍存

在差距。此外长晶设备还有欧晶科技、南京晶能等。

原料：电子级多晶硅主要依赖进口，关键性的技术掌握在德国、日本和美国

为首的企业手中。核心厂商包括瓦克、Tokuyama Corporation、Hemlock

Semiconductor、三菱和中硅高科等，前五大厂商约占有全球 80%的份额。

国内公司：

鑫华半导体（年产 5000 吨）、天宏瑞科（年产 1000 吨）、黄河水电（3300

吨/年，国内市占率 20%）有多家厂商能够生产品质较好的电子级多晶硅；

中硅高科、云南芯材、南玻硅材料也都对外发布消息可以做电子级多晶硅；

河南硅烷、新疆大全等企业也在准备进入电子级多晶硅行业。

3、电子特种气体

几十种气体，全球工业气体市场主要被美国空气化工 Air Products、德国林

德 Linde、法国液化空气 Air Liquide、以及日本大阳日酸 TAIYO NIPPON SANSO

四家公司占据。在电子特气领域有较强竞争力的海外企业有 SK Materials（三

氟化氮、六氟化钨主要供应商）、日本关东电气（提供三氟化氮、四氟化碳、

六氟乙烷等含氟特气）、昭和电工（高纯四氟甲烷、三氟甲烷、六氟乙烷、

三氯化硼等）等，前四大企业（林德、液化空气、空气化工、大阳日酸）占

据了全球电子气体 70%以上市场份额。

国内特种气体大多依赖进口，海外大型气体公司占据了 85%以上的市场份额，

国产化率不足 15%，进口制约较为严重。中国仅能生产约 20%的品种，主要集

中在集成电路的清洗、蚀刻、光刻等工艺环节，掺杂、沉积等工艺的特种气

体仅有少部分品种取得突破。

国内公司：公司太多，竞争格局分散。

中船特气，华特特气，金宏气体，南大光电，雅克科技，绿菱公司，派瑞特

气，昊华科技，凯美特气，和远气体，巨化股份，正帆科技、科丽德，久特

等。

电子气体上游：原料，设备，容器

气体原料（例如氟化物和硅烷等）及化工原料（液氧、液氮等）是电子特气

的主要生产原料。气体设备主要包括分离、纯化、压力检测等设备。目前空

分设备、基础化学原料供求普遍较为稳定。

可参考文章链接：



半导体材料报告：电子特气乘风起，高端突破正当时（附 34 页 PPT）

半导体材料报告：新周期将至，电子特气国产替代如火如荼（附 49 页 PPT）

半导体材料报告：入空驭气奔如电，电子气体国产进程有望加速（附 31 页

PPT）

半导体材料报告：电子气体研究框架，海外四分天下，国产百舸争流

4、光刻胶

半导体光刻胶可分为 g 线光刻胶(436nm)、i 线光刻胶(365nm)、KrF 光刻胶

(248nm)、ArF 光刻胶(193nm)、EUV 光刻胶(13.5nm)等。

全球 i/g 线光刻胶市场：东京应化、陶氏化学、住友化学分别占据了 25.2%、

19.1%、15.7%，CR3 达 60%；

全球 KrF 光刻胶市场：东京应化、信越化学、美国陶氏化学、JSR 分别占据

了 31.4%、21.9%、10.9%、21%的市场份额，CR4 达 85%；

全球 ArF 光刻胶市场：基本由日本厂商占据，前四大厂商 JSR、信越化学、

住友化学、东京应化分别占比 25%、21.8%、16.8%、15.8%，CR4 达 80%；

全球 EUV 光刻胶市场：主要由东京应化占据一半份额，其余市场由信越化学、

JSR 等占据。

国内情况：国产化率较低，半导体光刻胶中 G/I 线国产化率 10%，高端 KrF、

ArF 国产化率不足 5%。

国内公司：

北京科华：G/I 线（已量产，500 吨），KrF（可量产，100 吨）、ArF 干法（待

客户验证）、ArF 湿法（正在建设研发平台）、EUV 光刻胶（初级研发阶段）

苏州瑞红：G/I 线（已量产，i 线 100 吨，g 线 20 吨），KrF（有 30 多款产

品，15 款形成销售）、ArF（26 款产品）

徐州博康：G/I 线（i 线有 12 款形成销售），KrF（部分品种已量产）、ArF

（研发，有 2 款形成销售，有 6 款正在客户验证）

南大光电：ArF（25 吨产能，两款产品通过下游认证，小批量订单）

上海新阳：G/I 线（客户验证），KrF（可量产）、ArF 干法（客户验证）、

ArF 湿法（初步研发）、EUV 光刻胶（实验室研发）

此外还有数十家光刻胶企业正在研发或者测试中。

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247488729&idx=1&sn=69712fde743a4d5a0d59ab318afaadf0&chksm=c1f5158df6829c9b7d3764e948b6ea7ca2d13e97564335c874078614791f99e1275f36e7c062&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247488269&idx=1&sn=851e7067d57af93999a0f87888f46be6&chksm=c1f51259f6829b4f7f0191364ecd9c3bc71fc799f88a246c3d4dd074a57502f5be265b4452d2&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247491850&idx=2&sn=d49562ee1f969a805b1df363fede1c0f&chksm=c1f6e05ef6816948da3e20990d768c0c2d03ec9498c7165f7e4ea12b2e75366605065b31a064&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247491850&idx=2&sn=d49562ee1f969a805b1df363fede1c0f&chksm=c1f6e05ef6816948da3e20990d768c0c2d03ec9498c7165f7e4ea12b2e75366605065b31a064&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247485804&idx=1&sn=f0a81204c4de77bb67b840538395a7b6&chksm=c1f50838f682812ebe8cf1e3d43605d93535ecbc6b9767c3fc4b126bc93dabb96bc7b1c1e47a&scene=21


光刻胶原材料：

光刻胶由成膜树脂（聚合剂）、光引发剂、溶剂及添加剂构成。其中树脂

占光刻胶总成本的 50%，在光刻胶原料中占比最大，其次是占 35%的单体和

占 15%的光引发剂及其他助剂。对于高端光刻胶，树脂所占成本比例更高。

树脂：日本、美国企业目前占据主要市场。国内方面，圣泉集团、彤程新材、

徐州博康、久日新材等开始逐步布局。但 KrF 用聚对羟基苯乙烯类树脂，基

本依赖进口，高端的 Arf 树脂几乎无法买到，EUV 用聚对羟基苯乙烯类树

脂，或分子玻璃、金属氧化物，国内几乎空白。

单体：国内公司包括万润股份（ArF/KrF 胶单体）、瑞联新材、博康化学

(KrF/ArF 单体)以及微芯新材(KrF 胶单体)。其中博康化学主要单体产品

覆盖 5 款 ArF 湿法单体、5 款 ArF 干法单体、6 款 KrF 单体。

光引发剂：被德国巴斯夫垄断，国内有久日新材、扬帆新材、强力新材、

固润科技、双键化工等，其中久日新材是全国产量最大、品种最齐全的光

引发剂生产供应商，光引发剂业务市场占有率约 30%。

溶剂：主要为 PGMEA（丙二醇甲醚酸醋酯，简称 PMA），大陆自给率较高，产

能占据全球总产量的 35%左右。生产企业有百川股份、瑞佳化学、怡达化学、

华伦、德纳国际等。

可参考文章链接：

10000 字详解光刻胶国产化：中国大陆厂商挑战日本企业 ArF 垄断

半导体材料：中国大陆 IC 光刻胶市场发展与国产化趋势（15276 字）

半导体材料：国内光刻胶竞争格局，技术代差今仍在，打铁还需自身硬（附

46 页 PPT）

半导体材料：国内光刻胶企业研发能力与国产化进程分析（9871 字）

光刻胶研究框架 1.0：分类、下游应用、竞争格局及企业详解

光刻胶研究框架 2.0：详解上游单体、树脂、光酸、光引发剂

半导体材料：国内光刻胶企业生产管控与研发能力分析（13460 字）

半导体材料：国内光刻胶树脂与单体企业在 IC 光刻胶行业中的发展机遇与挑

战（5848 字）

半导体材料：国内光刻胶企业生产管控与研发能力分析（13460 字）

5、光掩模板

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247494778&idx=1&sn=177f469b32151942a8efd849adeb9901&chksm=c1f6ed2ef6816438bb1507596aa537d6bfc9ff2ed43d5b8b949868d5c660774f3b02fee4d3ff&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247493928&idx=1&sn=94c63c1dc8dd9b8cd4ebf3507f9e5b9d&chksm=c1f6e87cf681616a9156b640331687cac0508c35f1951b2836f37ba0de7bcdf9aad8d735d9da&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247492893&idx=1&sn=2276a65a984fd7b6cb92f436b1d8100b&chksm=c1f6e449f6816d5f6969baacbbafc4cd594c4be2ce619abb2b1d2bc2fb775bc62ef2258bb334&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247492893&idx=1&sn=2276a65a984fd7b6cb92f436b1d8100b&chksm=c1f6e449f6816d5f6969baacbbafc4cd594c4be2ce619abb2b1d2bc2fb775bc62ef2258bb334&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247490663&idx=1&sn=f45a545b2ff151d15aaf46d3fbc0b7a2&chksm=c1f51d33f6829425a9e1511ef09831156f5b9bca5f8b4b5b27605438e6a8bd25ae45f9d943a8&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247484538&idx=2&sn=d632d44c5e6a06d20d200f60422d33a0&chksm=c1f5052ef6828c388fcbbc02f52a47b89b4da110701dfc47ef7b2fedea306bdac6a182decd73&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247484538&idx=1&sn=2c0a1eed1cb6d2a8b1108d6cfd3c9d5d&chksm=c1f5052ef6828c384ff0bc1dfde4d7eab8da356de1d099d4be87c5f33a0ad85c8580a7754027&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247489928&idx=1&sn=869ad521c11838184665f2afd97811ad&chksm=c1f518dcf68291ca68cf82c59393cae9ad8e2ea721093d7bf181fda5641b35e17b51aab0da86&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247491290&idx=1&sn=6354d0c8d26bd59afd1d20fd406a0900&chksm=c1f51f8ef682969801158f74f18cedb8032054046424895fc52be315c0d82760d57d419ccb27&scene=21
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日本凸版印刷 Toppan、美国 Photronics、大日本印刷 DNP、中国台湾光罩、

HOYA 分别占了全球 31%、29%、23%、6%、6%的市场，CR5 达到 94%。

国内的掩膜版厂商的技术能力主要集中在芯片封测用掩膜版以及 100nm 节点

以上的晶圆制造用掩膜版，与国际领先企业有着较为明显的差距。

国内公司：

中芯国际光罩厂、华润迪思微（原华润掩膜，华润微电子子公司）、中微掩

膜、龙图光罩、清溢光电、路维光电、中国台湾光罩等。其中，中芯国际光

罩厂及华润迪思微均为晶圆厂配套工厂，华润迪思微部分掩膜版对外销售。

路维光电：180nm 及以上制程节点量产，取得 150nm 制程节点关键技术，130nm

及以下制程节点正在研发。

清溢光电：具备 150nm 制程节点。

光掩模版原材料：掩膜版基板占直接材料的比重超过 90%。

光掩模版上游原材料厂商主要集中在日本和韩国，主要被日本信越化学、尼

康、东曹和韩国 KTG、Samsung C&T 等垄断。

石英掩模版基材国内公司：菲力华。

可参考文章链接：

半导体材料之掩膜版报告：光刻蓝本，国产蓄力（附 22 页 PPT）

半导体材料报告：渗透率提升+国产芯片崛起双重驱动，掩膜版行业进入高速

增长通道

6、CMP 抛光液

全球主流供应商为卡博特(Cabot)（33%）、日立(Hitachi)（13%）、FUJIMI

（10%）、慧瞻材料(Versum)（9%）等，垄断全球近 65%的市场份额。

国内代表企业：

安集科技：国内市场中占 13%份额，产能 13266.38 吨，当前的国内晶圆厂需

求除了安集科技以外，主要依赖进口。

安集科技目前化学机械抛光液已在 130-28nm 技术节点实现规模化销售，14nm

技术节点产品已进入客户认证阶段，10-7nm 技术节点产品正在研发中，年产

16000 吨。

鼎龙股份：年产 5000 吨，原材料自主可控。

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247493927&idx=1&sn=f8de0b65777e5b1058a8f15eb1c25b2f&chksm=c1f6e873f681616519d2b3a3df624152b29ba3f7e4f6038e5d9257a03344ba9dfa07073cb9f3&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247488731&idx=1&sn=0889b78d573c41b4bea6e6c398c4be6d&chksm=c1f5158ff6829c99060ddcb04daddbd4c3fdc3504fdc78f310e6991f822b9b2ad9887018dcfd&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247488731&idx=1&sn=0889b78d573c41b4bea6e6c398c4be6d&chksm=c1f5158ff6829c99060ddcb04daddbd4c3fdc3504fdc78f310e6991f822b9b2ad9887018dcfd&scene=21


其他公司包括：万华化学、天津晶岭、力合科创、上海新阳等

抛光液原材料：

磨粒约占抛光液原材料成本的 50%-70%，二氧化硅磨粒是当前市场使用最广

泛的产品，核心技术被日产化学、阿克苏诺贝尔公司等海外巨头垄断。

国内企业：上海新安纳具备 IC 抛光液磨粒生产能力，拥有 IC 硅溶胶产能 6300

吨，鼎龙股份目前实现了超纯硅溶胶，水玻璃硅溶胶、氧化铝三类研磨粒子

的自主制备。安集科技磨粒主要来自日本厂商。

可参考文章链接：

半导体材料：CMP 抛光材料中国突出重围，自主可控不断提升（附 46 页 PPT）

半导体材料报告：CMP 抛光材料国产替代势不可挡，行业龙头长线价值凸显

（附 24 页 PPT）

半导体材料报告：化学机械抛光（CMP）设备与材料国产替代快速推进

7、CMP 抛光垫

陶氏化学占据了全球抛光垫市 79%的市场份额，行业呈现一家独大的格局，

其他企业为 Cabot（5%）、Thomas West（4%）、Fojibo（2%）、JSR（1%）

等，基本为美日企业所垄断。

以中芯国际等公司公告来计算，目前国内 12 寸硅片需要的抛光垫的量大约为

40 万片。目前鼎龙股份在国内进展迅速，月产能约 2 万片/月，市占率约为

50%。国内其他企业包括智胜科技、贝达先进材料、苏州观胜半导体。

抛光垫上游原材料：

高质量聚氨酯是生产抛光垫的技术难点，抛光垫厂商通常外购聚氨酯弹性体

原材料。

8、湿电子化学品

湿电子化学品具有较高的技术壁垒，核心技术主要集中在日本、美国、欧洲

等国家或地区。欧美和日韩企业凭借技术优势，分别占据了全球市场的 32%

和 39%。

在中国大陆市场，以德国巴斯夫、德国默克、美国霍尼韦尔、美国英特格等

为代表的欧美企业占据了中国大陆市场的 35%；同时，以住友化学、三菱化

学、关东化学、Stella 等为代表的日企占据中国大陆市场的 28%。

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247492113&idx=1&sn=7680cf8eb3bad495a810a99dffabacfa&chksm=c1f6e345f6816a535f394cb0477172f0043110440d50487e03c76adc1bf178aa47672e048be8&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247488386&idx=1&sn=d701614e666256919f64b4a7b23d7e62&chksm=c1f512d6f6829bc0f3b5beb25eb720301b786ec683ac985916fdfd7bee0d26d0679cd3d506f5&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247488386&idx=1&sn=d701614e666256919f64b4a7b23d7e62&chksm=c1f512d6f6829bc0f3b5beb25eb720301b786ec683ac985916fdfd7bee0d26d0679cd3d506f5&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247486113&idx=1&sn=5ea2a8b7c962a86d34e555447fd952de&chksm=c1f50bf5f68282e35de276941691646996e9452eba0d33fc062d6dbebf870d19fd76dcbdd922&scene=21


目前，集成电路工艺用电子湿化学品整体国产化率 23%，8 英寸及以上晶圆制

造用电子湿化学品国产化率不足 20%，国内企业产品供应主要集中在 6 英寸

及以下晶圆制造及封装领域。中国大陆市场集中度较低，湿电子化学品生产

企业共有 40 余家，具有规模化的企业有 30 余家，各公司产量较小。

国内湿电子化学品生产企业主要有 3 类：

湿电子化学品专业供应商：产品种类丰富且毛利率高，主要企业代表为江化

微（氢氟酸、剥离液等）、格林达（显影液 TMAH）、江阴润玛（有氢氟酸、

硝酸、刻蚀液等）、中巨芯（电子级氢氟酸、电子级硫酸、电子级硝酸、电

子级盐酸、电子级氨水、缓冲氧化物刻蚀液等）、湖北兴福、达诺尔；

电子材料平台型企业：以泛半导体业务为主，具有客户优势，主要代表企业

包括晶瑞电材（氢氟酸、双氧水、氨水、盐酸、硫酸、硝酸等）和飞凯材料、

上海新阳、新宙邦等；

大化工企业：湿电子化学品种类较少，具有产业链协同优势，原料成本方面

占优。主要代表企业包括巨化股份和滨化股份。

可参考文章链接：

湿电子化学品行业研究与投资逻辑分析（12594 字）

半导体材料：湿电子化学品产业分析，国产替代有望加速（附 48 页 PPT）

半导体材料：中国半导体湿电子化学品市场的发展趋势和挑战（3123 字）

半导体材料报告：湿电子化学品需求与替代的成长旋律，产能已向亚太转移

9、靶材

目前全球溅射靶材市场主要有四家企业：JX 日矿金属（以钛靶为主，同时有

铝靶，ITO 靶，钽靶）、霍尼韦尔（钛铝靶，钛靶，铝靶，铜靶，钽靶）、

东曹（以铝靶为主，同时有钛靶，ITO 靶，钽靶）和普莱克斯（以铝靶，钛

靶为主，同时有一些合金靶），合计垄断了全球 80%的市场份额。尤其是溅

射靶材中最高端的晶圆制造靶材市场基本被这四家公司所垄断，合计约占全

球晶圆制造靶材市场份额的 90%，其中 JX 日矿金属规模最大，占全球晶圆

制造靶材市场份额比例为 30%。其他靶材供应商包括日本的爱发科，德国的

世泰科等

我国半导体用铜、铝、钛等靶材已实现定点突破，江丰电子（铝靶、钛靶、

钽靶）、有研新材（铜靶、钴靶）是国内半导体用溅射靶材的龙头企业。

江丰电子现有产能：目前拥有半导体或平板显示用高纯铝靶材 36920 块、高

纯钛靶材 11895 块、高纯铜靶材 1000 块、高纯钨靶材 500 块、高纯钴靶材

1000 块，高纯钽靶材 4614 块。

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247492437&idx=1&sn=b74196dcdf3230623dd5e24b43832770&chksm=c1f6e201f6816b17a1523ec587f8da26c40d39d75b7c9b1a85245cfbc817b52e85bfcbb86ce0&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247494855&idx=2&sn=27acb58a76e6d3a01f10778ba553ed38&chksm=c1f6ed93f6816485462d435ba8a0ff3dda175504f0d6cbc59207ba5ebcadd315aace548cb451&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247494143&idx=1&sn=79ab5ef01f70a4417ac75127b60fbc21&chksm=c1f6e8abf68161bd02db2c48db9110d2afa05ec972b329d1693876279c92eef4756075058ed4&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247485483&idx=1&sn=cbffbdb0d0b332a6bf9597cef47aca29&chksm=c1f5097ff6828069636386b43cad9b3621fe8b1be8ac33c41a058e31b4377fe2e054e4a0adf8&scene=21


有研新材现有产能：目前拥有约 2 万吨半导体产能。

靶材原材料：

目前国内溅射靶材的高纯金属原料多数依靠日美进口，但部分企业在部分金

属提纯方面已替代。

国内高纯金属企业包括：

高纯铝：新疆众和（4N~6N 高纯铝）、包头铝业、贵州铝业、山西关铝、霍

煤鸿骏高精铝业和宜都东阳光铝等

高纯铜：有研亿金、宁波微泰、河南国玺超纯

高纯钛：江丰电子

高纯钽：东方钽业

高纯钨：江丰电子、苏州鑫沣电子、湖南欧泰

可参考文章链接：

半导体材料报告：靶材，国产替代大势，十倍空间可期（附 84 页 PPT）

10、封装基板

封装基板可分为三个等级。入门级产品包括 CSP、PBGA，用于芯片组、DRAM、

Flash 产品；一般类包括一般 FCCSP 和 FCBGA(非 CPU 类)，可用于通信芯片

组、SiP 封装模组；高端类包括复杂 FCBGA(CPU 类)产品，可用于 CPU、GPU

等产品。

目前全球封装基板厂商主要分布在日本、韩国和中国台湾、。深南电路与兴

森科技是国内可量产存储类封装基板的厂商，产品制程能力可达到一般类封

装基板的水平。

封装基板上游原材料：

在基板成本结构中，覆铜板占比最高，占比约 35%。BT 树脂(主要由日本三菱

瓦斯与日立化成供应) ，ABF 树脂(主要由日本味之素供应)。

可参考文章链接：

半导体封装：封装基板产业配套与技术迭代共振，内资厂商志存高远（附 23

页 PPT）

半导体材料报告：先进封装推动基板需求快速增长，国内 IC 发展加速基板国

产化

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247486409&idx=1&sn=93265665786c6063036666d238246f17&chksm=c1f50a9df682838be01e2de0f59194c1a2db1b7c92a0317ff2d0b53825a6dccc0bc1fd82af04&scene=21
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http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247485986&idx=2&sn=76ae56adcf7dcd741ed12a553abbb4a1&chksm=c1f50b76f682826046783353f1fd638423790134f3f63f01ecb1b7984e276a77e6c449528486&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247485986&idx=2&sn=76ae56adcf7dcd741ed12a553abbb4a1&chksm=c1f50b76f682826046783353f1fd638423790134f3f63f01ecb1b7984e276a77e6c449528486&scene=21


11、引线框架

由日本和中国台湾厂商占据主导地位，包括三井、住矿、新科、日立。

中国蚀刻引线框架主要从日韩等进口，自给率较低。

康强电子蚀刻引线框架月产能 300 万条，引线框架 21 年生产量 1700 亿只。

引线框架上游原材料：

引线框架上游原材料成本占比中，铜带占 46%，化学材料占 27%，白银占 2%，

铜带是引线框架最重要的上游原材料。

强度大于 600MPa、硬度 HV 大于 130、电导率（IACS）大于 80%，可被认为是

较为理想的引线框架材料。

国内博威合金、宁波兴业等厂商实现了 C19400、C70250 牌号的量产能力，在

高端 Cu-Cr-Zr 系（铬锆铜）方面，博威合金已拥有 boway 18150、18160、

19010、19005 型号产品。

12、键合丝

主要被德国、韩国、日本厂商占据，包括贺利氏、田中、日铁、MKE、康强、

达博、励福、优克、住友、Heesung、台湾乐金、台湾钰成等。本土厂商产品

相对单一或低端。

中国厂商一诺电子是本土产能最大的厂商，占比 11%，万生合金、达博有色

和铭沣科技占比分别为 6%、5%和 2%，此外康强电子（21 年产键和丝 1900 千

克），在键合金丝、键合铜丝上也有所布局。此外还有杭州日茂、招金励福、

贵研铂业、铭凯益电子、中砂长城、江苏金蚕电子、广州佳博电子、广东骏

码科技、深圳友福电子（四川维纳尔）等

13、陶瓷基板

AMB 工艺的陶瓷基板热性能更好、可靠性更高，市场规模增长较快，逐渐成

为主流。

目前 AMB 陶瓷基板仍主要依赖进口，国内 AMB 陶瓷基板产能相对较小。国外

主要厂商有贺利氏、日本 Ferrotec、日本 DOWA、日本 NGK、日本京瓷、罗杰

斯，国内厂商 AMB 产能较大的有富乐华（日本 Ferrotec 控股）、博敏电子、

威斯派尔等。



博敏电子 AMB 陶瓷衬板目前具备产能 8 万张/月，处于国内前列，后续随着设

备不断投入及配合相关客户进行扩产，预计 2023 年有望达到 15-20 万张/月

的产能规模。

14、芯片粘接材料

中国半导体芯片粘接材料主要供应商同样以德国日本厂商为主，包括汉高、

日立化成、住友化学等。

德邦科技：主要有芯片固晶导电胶等芯片固晶材料产品，覆盖 MOS、QFN、QFP、

BGA 和存储器等多种封装形式，已通过通富微电、华天科技、长电科技等国

内多家知名集成电路封测企业验证测试，并实现批量供货。国内供应商还有

长春永固实现产品供货。

15、塑封料

全球主要的塑封线供应商有住友电木、日立化成工业、松下电子、信越化学、

汉高华威、金刚高丽化学、韩国三星等。

国内企业包括，长春树脂、长兴材料(昆山)、中鹏新材、天津德高化成、江

苏华海诚科新材料、北京科化所、天津凯华绝缘材料、北京中新泰和电子等。

16、前驱体

半导体 ALD/CVD 前驱体是半导体薄膜沉积工艺的核心关键原材料，能够通过

化学气相沉积（Chemical Vapor Deposition，CVD）和原子层沉积（Atomic

Layer Deposition，ALD）制备金属/氧化物/氮化物薄膜，用于 90nm-14nm 甚

至 7nm 先进技术节点的集成电路制造工艺，被广泛应用于高端芯片制造，包

括逻辑芯片、AI 芯片、5G 芯片、大容量存储器和云计算芯片等。

全球市场，高端产品主要由韩国、欧洲厂商主导，核心企业有 SK Materials、

UP Chemical、默克、液化空气集团、应特格、Soul Brain Co Ltd、DNF Solutions、

艾迪科等。全球前八大厂商占有超过 90%的市场份额。

国内企业：

中国厂商占比较大的是 UP Chemical（雅克科技），在中国市场扮演着重要

的角色。此外还有南大光电、合肥安德科铭半导体、上海源象化学、安徽博

泰电子材料等。

17、切割材料

岱勒新材：半导体硅晶圆切割专用金刚石线已在国内外批量供应



高测股份

可参考文章链接：

半导体材料报告：扩产受益，材料先行，国产替代进行中（附 143 页 PPT）

半导体材料投资地图：材料产品众多，市场空间广阔；低端已能自给，高尚

待突破（105 页 PPT）

半导体材料怎么投？且看半导体材料研究框架：详解八大芯片材料(96 页

PPT)

二、半导体设备

半导体设备分为前道制造设备以及后道封测设备。其中，前道设备主要包括

光刻设备、刻蚀设备、薄膜沉积设备、离子注入设备、清洗设备、机械抛光

设备以及扩散设备。而后道测试设备主要包括分选机、测试机、划片机、贴

片机等。从市场规模来看，前道晶圆制造设备的市场规模占整个设备市场规

模的 80%以上。

1、光刻机

光刻机由光源波长进行区分可以分为可见光（g-line），紫外光（i-line），

深紫外光（KrF、ArF）以及极紫外（EUV）几大类，当前最先进的 3nm 制程只

能通过 EUV 光刻机才能实现。

目前全球光刻机市场被 ASML、Nikon、Canon 三家公司把持，市场集中度高，

TOP3 市场占有率超过 90%。其中 ASML 由于其技术领先，垄断了单台价值量最

高 EUV 光刻机；ASML 也凭借自身在浸没式系统和双工件台的先发创新，占据

了 ArF 和 KrF 领域的大部分市场。

目前全球光刻机市场几乎由 ASML、尼康和佳能三家厂商垄断，其中又以 ASML

一家独大。2022 年 ASML 出货 345 台（EUV 出货 40 台，ArFi 出货 81 台，ArF

出货 28 台，KrF 出货 151 台，i/g 出货 45 台），尼康出货 30 台（ArFi 出货

4 台，ArF 出货 4 台，KrF 出货 7 台，i/g 出货 15 台），佳能出货 177 台（KrF

出货 52 台，i/g 出货 125 台），合计出货 552 台。

目前国内具备光刻机生产能力的企业主要是上海微电子装备有限公司，有

SSX600 和 SSB500 两个系列，其中 SSX600 系列主要应用于 IC 前道光刻工艺，

可满足 IC 前道制造 90nm、110nm、280nm 关键层和非关键层的光刻工艺需求，

备可用于 8 寸线或 12 寸线的大规模工业生产；SSB500 系列光刻机主要应用

于 200mm/300mm 集成电路后道先进封装，包括 Flip Chip、Fan-In WLP、Fan-Out

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247491984&idx=1&sn=cd6ca4bf88a329cde02e64a43f9e2713&chksm=c1f6e0c4f68169d25c4f45f4bdae1a7e60257b71ade334a6e6d576207393ea4f0ddadc63f344&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247486920&idx=1&sn=6d4e1da1bfe502488dd0474188014429&chksm=c1f50c9cf682858ad8af79fd69613d92de8a61d80a25471b8b4a8341d9b5c7576906170b436a&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247486920&idx=1&sn=6d4e1da1bfe502488dd0474188014429&chksm=c1f50c9cf682858ad8af79fd69613d92de8a61d80a25471b8b4a8341d9b5c7576906170b436a&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247484117&idx=1&sn=e6047321db5a4ab27feffe9c01ce045b&chksm=c1f50381f6828a975ca01270a9c63ecf5f5f584359e9b3124bd756bd48f612f18449d2bf1683&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247484117&idx=1&sn=e6047321db5a4ab27feffe9c01ce045b&chksm=c1f50381f6828a975ca01270a9c63ecf5f5f584359e9b3124bd756bd48f612f18449d2bf1683&scene=21


WLP 和 2.5D/3D 等先进封装形式，可满足 Bumping、RDL 和 TSV 等制程的晶圆

级光刻工艺需求。

在分工上，上海微电子负责光刻机设计总装，北京科益虹源生产光源系统，

北京国望光学供应物镜投影系统，国科精密提供照明系统，浙江启尔机电提

供浸没系统，华卓精科研发双工件台。美埃科技与苏大维格为国产光刻机提

供空气净化器与光栅；炬光科技与福晶科技为 ASML 供应商，未来也有望参与

光刻国产化。

可参考文章链接：

半导体设备报告：光刻机已实现从 0 到 1，本土化带来广阔市场空间（附 65

页 PPT）

半导体设备：光刻机为半导体设备之巅，冰山峰顶待国产曙光（附 48 页 PPT）

半导体设备：国内光刻机技术发展现状及趋势分析（6155 字）

ASML、尼康、佳能与上海微电子：光刻机制造与发展（2985 字）

ASML、佳能、尼康、蔡司：全球光刻机市场的四大巨头（10243 字）

2、刻蚀设备

刻蚀设备分为湿法刻蚀和干法刻蚀，但是湿法刻蚀由于刻蚀的精度较低，在

制程不断微缩的情境下，逐渐被干法刻蚀取代，在部分制程要求不太精密的

芯片上在使用湿法刻蚀。

全球刻蚀机市场长期一直被泛林半导体 、东京电子、应用材料三大巨头占据，

合计市场占比约 90%，行业集中度高。细分介质刻蚀机市场中，东京电子处

于领先地位 ，市占率达到 52%。

国内企业：

国内的干法刻蚀设备厂商主要有中微公司，北方华创和屹唐半导体目前国内

有中微公司，北方华创和屹唐半导体三家刻蚀设备供应商，20 年国产化率约

为 20%，其的部分技术已达到国际一流水平。

中微公司：起家于 CCP。截至 2022 年底，稳定量产机台 CCP 累计数量 2320

台，ICP 累计 460 台。

北方华创：2005 年第一台 ICP 进入产线，2017 年推出第一台金属刻蚀机，2022

年 8 月正式发布 CCP 介质刻蚀机，实现了硅刻蚀、金属刻蚀和介质刻蚀全覆

盖。

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247489929&idx=1&sn=187097d768e4e2919603d5769ba9e94a&chksm=c1f518ddf68291cb6874debe9b05c7639a41fe9036f44b7321e717b93336e9acef6392ba2d84&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247489929&idx=1&sn=187097d768e4e2919603d5769ba9e94a&chksm=c1f518ddf68291cb6874debe9b05c7639a41fe9036f44b7321e717b93336e9acef6392ba2d84&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247491981&idx=2&sn=7cd0afe8303e7cccd63c64ddb5fa5c3f&chksm=c1f6e0d9f68169cf857d8b5b33632cfaaadd0492458e0c754df2f3a8d3463ac3499532a6c146&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247490661&idx=1&sn=0bc6fbc99ec365d40b24910188f10309&chksm=c1f51d31f6829427ca0d0d5b051dd19e1064654603f18793bf52c97e023b3e0bc5341ab3e92d&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247493530&idx=1&sn=fc726d2ab712e782bf92822b8cd96d13&chksm=c1f6e6cef6816fd8325c2176d7c3b20beade4658a8a5c9ed64cf98aab317af69bf37ed4502d5&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247494784&idx=1&sn=b974c9de7e7409706bcbf2f43c59bf8f&chksm=c1f6edd4f68164c29dddba18bc61fddb8d568543652cc7299526227390ec7a2a3387f97a88d0&scene=21


屹唐半导体：亦庄国投通过屹唐半导体，成功收购了 Mattson Technology。

这是中国资本成功收购国际半导体设备公司的第一个案例。屹唐股份通过收

购 Mattson 掌握了其在刻蚀，去胶，热处理等领域的相关技术。

可参考文章链接：

半导体行业报告：半导体刻蚀机研究框架，下游扩产+国产替代迎来黄金发展

期（附 112 页 PPT）

半导体设备：刻蚀设备国产化率有望在明年后增长，刻蚀环需求较高，国产

化替代率有提高空间（3607 字）

3、薄膜沉积设备

主流的薄膜沉积工艺根据工作原理不同可分为化学式真空镀膜（CVD）、物理

式真空镀膜（PVD）和原子层沉积（ALD），其中 PECVD 设备是晶圆制造的核

心设备。目前，全球薄膜沉积设备中 CVD 类设备占比最高，占比 64%，溅射

PVD 设备占比 21%。

全球薄膜沉积设备：应用材料（AMAT）占比 28%、泛林半导体（Lam Research）

占比 25%、东京电子（TEL）占比 17%，先晶半导体（ASM）占比 11%，Kokusai

占比 8%，CR5 达 89%。

其中，PVD 市场，应用材料基本垄断了全球市场，占 85%的比重，处于绝对龙

头地位；CVD 市场方面，应用材料全球占比约为 30%，连同泛林半导体的 21%

和东京电子的 19%，三大厂商占据了全球 70%的市场份额；ALD 市场，东京电

子（TEL）和先晶半导体（ASMI）分别占据了 31%和 29%的市场份额，剩下 40%

的份额由其他厂商占据。

国内企业：

国内的薄膜沉积设备厂商主要有北方华创，拓荆科技，微导纳米、盛美上海、

陛通等

北方华创：布局 PVD、APCVD、APCVD 以及用于功率等的 PECVD、ALD，其中 PVD

设备独领风骚；

沈阳拓荆：布局 PECVD、SACVD 以及 ALD，产品已广泛应用于国内 14nm 以上

晶圆制造产线；

中微公司：首先推出了 MOCVD，该产品在氮化镓基 MOCVD 领域处于国际领先

地位，公司又进一步布局 CVD（钨 CVD）、EPI 和 ALD；

盛美上海：前道大马士革 ECD 设备已实现批量订单；SiN LPCVD 客户端进行

量产认证，未来有望放量赋能。

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247489292&idx=1&sn=0c679103f5f54d81d237a4275e5170a8&chksm=c1f51658f6829f4e7a47306c61070fb5ae88977c38b60cda1d1158ba35f2984a1c5c72f738c3&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247489292&idx=1&sn=0c679103f5f54d81d237a4275e5170a8&chksm=c1f51658f6829f4e7a47306c61070fb5ae88977c38b60cda1d1158ba35f2984a1c5c72f738c3&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247490849&idx=1&sn=7ec65da9fa7548b5ef46c7775594ddcd&chksm=c1f51c75f6829563f96eb32439ecea00f1254060af88a681dcb76430603653a97ceb86625444&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247490849&idx=1&sn=7ec65da9fa7548b5ef46c7775594ddcd&chksm=c1f51c75f6829563f96eb32439ecea00f1254060af88a681dcb76430603653a97ceb86625444&scene=21


微导纳米：以 ALD 设备为核心，并在逐步布局 CVD 设备。国内首家成功将量

产型 High-k 原子层沉积设备应用于 28nm 节点集成电路制造前道生产线的国

产设备公司。

薄膜沉积设备主要原材料依赖进口。

可参考文章链接：

半导体设备：从下游芯片技术演变看薄膜沉积设备价值量（附 PPT16 页）

半导体设备：国产 CVD 设备市场现状及未来发展趋势分析（6658 字）

半导体设备：ALD 设备在半导体制造中的重要性和未来发展趋势（3087 字）

半导体设备报告：国产 ALD 设备先锋，进口替代正逢其时（附 28 页 PPT）

4、清洗设备

根据清洗介质不同，半导体清洗技术主要分为干法清洗和湿法清洗两类。目

前湿法清洗是主流清洗技术路线，占总清洗步骤数量的 90%以上。而清洗设

备则可以分为单片清洗设备、槽式清洗设备、组合式清洗设备、批式旋转喷

淋清洗设备和洗刷器等，其中单片清洗设备是目前市场的绝对主流。

目前，全球半导体清洗设备行业的龙头企业主要是迪恩士（日本）、东京电

子(TEL)、韩国 SEMES、拉姆研究等。迪恩士 2020 年占据了全球半导体清洗

设备 45.1%的市场份额，东京电子、SEMES 和拉姆研究分别占据约 25.3%、14.8%

和 12.5%。

国内企业：

盛美半导体：单片清洗设备、全自动槽式清洗设备、单片槽式组合清洗设备、

TEBO 兆声波清洗设备等；

北方华创：单片清洗设备、全自动槽式清洗设备；

至纯科技：单片清洗设备、槽式清洗设备

芯源微：单片清洗设备、全自动 SCRUBBER 清洗设备

根据中国国际招标网信息，从 2019 年~2021 年 H1 中国主流晶圆厂清洗设备

招标采购份额来看，我国半导体清洗设备的国产化率已经维持在 10%~20%。

清洗设备上游原材料：

主要包括气路类、物料传送类、机械类、电气类等。

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247492229&idx=1&sn=2443c54c7ac3cd0f85b169955251a3a6&chksm=c1f6e3d1f6816ac72292894fb27502661553f1c7401fdf12b413fe0f0a5d6f018f74fcc4fb60&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247494777&idx=2&sn=516b3a75ec43a9382c77c9d300341077&chksm=c1f6ed2df681643b89cb30c86be5b3d97916baf8ec6dca7217b1f5aaa03adbf2fe6833b7ec71&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247491291&idx=1&sn=bd020764d91966f44bb40f913a6ac247&chksm=c1f51f8ff6829699edc6d3b4a055676f9dface44ca91c7905fc2b1871f9496f82612e175ffd3&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247491418&idx=2&sn=beca8987f26ebd2f0a4f620cd508b7e9&chksm=c1f51e0ef6829718cbcd3926e1ac84f991710d1cd06f684fbd613eed28dcd61b50cad377235c&scene=21


盛美上海原材料供应商风险：Product Systems,Inc.为公司单片清洗设备中

关键零部件兆声波发生器的唯一供应商；NINEBELL 为公司单片清洗设备中传

送系统中机器人手臂的主要供应商；Advanced Electric Co.,Inc.为公司单

片清洗设备中阀门的关键供应商。

5、离子注入设备

离子注入机按能量高低可分为：低能离子注入机、中能离子注入机、高能离

子注入机和兆伏离子注入机；按束流大小可分为：小束流离子注入机、中束

流离子注入机、强流离子注入机和超强流离子注入机（通常将强流离子注入

机和超强流离子注入机统称为大束流离子注入机）

目前全球生产离子注入机的企业在 10 家以内，领先企业主要分布在美国、日

本和中国。美国应用材料 AMAT 离子注入机全球第一，主要产品比较全。美国

亚舍立 Axcelis 全球第二，主要产品高能离子注入机市占率超过 50%，两者

占据了整个离子注入机七成以上的市场份额。我国台湾汉辰科技 AIBT 只涉及

大束流离子注入机产品业务，产品主要服务于台积电。这三者掌控了用量最

大的低能大束流离子注入机 95%以上的市场。

日本日新离子机 Nissin 主要生产中束流离子注入机，在大陆中标个好几个项

目的离子注入机。日本住友重工 SMIT 拥有全系列离子注入机产品。此外，美

国因特瓦克 intevac 公司专注于太阳能离子注入机。

国内企业：

国内离子注入机仅有中国电科装备(中科信)以及万业企业下属的凯世通。

北京中科信电子：先后承担了"863 计划"100nm 大角度离子注入机项目、"02

专项"12 英寸 90-65nm 大角度离子注入机研发及产业化项目以及"02 专项"12

英寸 45-22nm 低能大束流离子注入机研发及产业化项目。目前中科信形成了

中束流、大束流和高能离子注入机三大类主流设备，同时还开发了特种离子

注入机用于特种元素的掺杂。

上海凯世通半导体：起家于太阳能离子注入机，2018 年被万业企业收购，2020

年首台低能大束流离子注入机送往国内的芯片厂进行验证，2021 年验证通过，

2022 年交付批量订单。

6、热处理设备

热处理设备也被称为炉管设备，用于半导体前道工艺中的热处理工艺，包括

氧化炉、扩散炉、退火炉和快速退火炉（RTP）等，分别应用于氧化、扩散和

退火工艺。



全球热处理设备市场呈寡头垄断格局，应用材料、东京电子、日立国际电气

三大国际巨头厂商垄断了超 80%市场份额。国内厂商中，屹唐半导体市占率

5%，北方华创市占率 0.2%。

在全球快速热退火设备市场中，美国应用材料市场份额仍排名第一，占比近

70%，我国屹唐半导体排名第二，市占率 11.5%，其他厂商还包括日立国际电

气、Veeco、SCREEN。

7、涂胶显影设备

全球涂胶显影机被日本东京电子高度垄断，其全球市占率近 90%。此外竞争

者还有日本迪恩士、韩国细美事、德国苏斯微（SUSS）、台湾亿力鑫（ELS）、

韩国 CND 等。

国内市场来看，东京电子占据国内市场 91%市场份额，DNS 占据 5%市场份额，

国内仅芯源微占据 4%市场份额。

国内企业：

芯源微：目前国内唯一可提供量产型前道涂胶显影机的设备商，产品可覆盖

PI、Barc、SOC、SOD、I-line、KrF、ArF 等工艺，ArFi（浸没式 ArF）工艺

设备也正在研发验证过程中。由于目前国内暂无 EUV 光刻设备，EUV 工艺涂

胶显影设备国内暂无需求。

盛美上海：进军前道涂胶显影设备，其首台前道 ArF 工艺涂胶显影设备 Ultra

LITH 于 2022 年 12 月 29 日出机，其还将推出 i-line 型号设备，且在着手研

发 KrF 型号设备。

8、去胶设备

屹唐半导体（20 年产量 153 台）市占率位居全球第一，可用于 90nm-5nm 逻

辑芯片、1y 到 2x 纳米系列 DRAM 芯片以及 32 层到 128 层 3D 闪存芯片制造中

若干关键步骤的大规模量产。

屹唐半导体风险：90%以上原材料依赖进口。

9、CMP 抛光设备

全球 CMP 设备市场呈现高度垄断格局，美国应用材料一家独大。全球 CMP 设

备生产企业主要包括美国应用材料、日本荏原机械，2019 年市占率分别达 70%、

25%。

CMP 设备的国产化率约 18%，目前主要以中低端产品为主，大部分高端 CMP

设备仍依赖于进口。12 英寸的高端 CMP 设备主要处在产品验证阶段。主要以



华海清科和中电 45 所（北京晶亦精微科技股份有限公司）自主研发的 12 英

寸 CMP 设备填补了中国 CMP 设备市场的空白，其中华海清科是国产 12 英寸和

8 英寸 CMP 设备的主要供应商，是目前国内唯一实现了 12 英寸 CMP 设备量产

销售的半导体设备供应商。

此外，杭州众硅电子科技有限公司已研发出国内首台 8 寸抛铜工艺设备，还

研发出 6 寸和 12 寸 CMP 设备。

10、检测设备

广义上根据测试环节分为前道测试和后道测试设备。

（1）前道检测设备

前道量测设备进一步细分为量测设备、缺陷检测设备以及过程控制软件，其

中缺陷检测设备约占前道检测设备的 55%，量测设备占前道量测设备的 34%，

过程控制软件占 11%。

进一步按产品细分，膜厚测量占比 12%、OCD-SEM 测量占比 10%，CD-SEM 占

比 11%、套刻误差测量占比 9%；缺陷检测中有图形晶圆检测占比 32%、无图

形晶圆检测占比 5%、电子束检测占比 12%、宏观缺陷检测占比 6%。

全球半导体前道检测设备呈现出国外设备企业垄断的格局，全球范围内的主

要检测和量测设备企业包括科磊半导体（52%）、应用材料（12%）、日立（11%）

等，尤以科磊一家独大，CR3 合计占比接近 80%。此外还有雷泰光电、创新科

技、阿斯麦、新量测量仪器。

国内企业：

上海睿励：被中微公司收购，产品主要为光学膜厚测量设备和光学缺陷检测

设备，以及硅片厚度及翘曲测量设备等。2021 年实现营业收入 4,083.98 万

元。薄膜测量设备成功进入三星和长江存储生产线；

上海精测电子：（22 年 1-9 月检测设备产量 295 台）的膜厚测量设备已经成

功小批量生产并进入长江存储生产线，OCD 量测设备已取得订单并已实现交

付，首台半导体电子束检测设备 eViewTM 全自动晶圆缺陷复查设备已正式交

付国内客户。2022 年实现营业收入 1.65 亿元；

中科飞测：包括无图形晶圆缺陷检测设备、图形晶圆缺陷检测设备等检测设

备和三维形貌量测设备、薄膜膜厚量测设备等量测设备，已应用于国内 28nm

及以上制程的集成电路制造产线，2022 年营业收入 5.09 亿元。晶圆表面颗

粒检测机成功进入中芯国际生产线，智能视觉检测系统成功进入长江存储生

产线，椭偏膜厚量测仪进入士兰微生产线。

东方晶源：电子束缺陷检测，已应用于 12 吋硅片工艺制程。关键尺寸测量设

备，出机燕东微和中芯国际。



（2）后道测试设备

包括测试机、分选机、探针台 3 种，测试机负责检测性能，后两者主要实现

被测晶圆/芯片与测试机功能模块的连接。测试机占比最大，达到接近 70%的

比例，而分选机、探针台占比分别为 17%、15%。

测试机：

测试机可以分为模拟/混合类测试机、SoC 测试机、存储器测试机等。

SoC 与存储测试机难度最高，在全球和国内市场均在 70%左右占比。

国内半导体测试机市场中，爱德万、泰瑞达和科休同样占据了近 84%的市场，

国内厂商华峰测控（21 年产量 1975 台）和长川科技的市占率分别为 8%和 5%。

2020 年华峰测控/长川科技在国内模拟测试机占比为 49.88%/24.08%，合计突

破 70%的市场份额。存储和 soc 设备正在突破中。

分选机：

分为重力式、平移式、转塔式、测编一体机。平移式和转塔式占比最高。

主要企业仍为科休、爱德万、台湾鸿劲以及长川科技，根据 VLSI Research

及 Semi，科休占比最高为 21%，Xcerra（已被科休收购）占比 16%，国内企

业长川科技占比 2%。

从中国封测龙头长电科技和华天科技 2016-2021 年的招标结果来看，中国分

选机市场国产化率很高，包揽市场份额 3/4 的前五家中仅有鸿劲科技来自中

国台湾，其余四家皆为大陆厂商，长川科技位居榜首，整体国产化水平达 65%。

探针台：

探针台全球市场主要由两家龙头企业垄断，东京精密(Accretech)占比 46%，

东京电子(Tokyo Electron)占比 27%，其余的企业为台湾旺矽、台湾惠特以

及深圳矽电等。

从国内市场看，东京精密(Accretech)市场占比最高；第二梯队为东京电子

(Tokyo Electron)；而台湾惠特和深圳矽电相差不大，占比在 13%-15%。

深圳矽电是产品覆盖最广的晶圆探针台（21 年产量 3701 台）设备厂商，产

品类型从手动探针台到全自动探针台，尺寸从 4 英寸到 12 英寸，应用领域包

括集成电路及分立器件的晶圆测试，步进精度±1.3μm（国际最高±0.8μm）。

公司晶粒探针台（21 年产量 1113 台）已达到国际同类设备水平，适用于 4-6

英寸 PD、APD、LED 等光电芯片的自动测试，具有无损清针、滤光片自动切换

等自主研发的技术。

此外国内企业还有长川科技、中国电子科技集团 45 所、西 700 厂。



10、封装设备

传统封装设备按工艺流程主要分为晶圆减薄机、划片机、贴片机、引线键合

机、塑封机及切筋成型机。

（1）晶圆减薄机：

国外以日本 DISCO、东京精密株式会社和以色列 ADT 公司（已被光力科技旗

下的先进微电子有限公司收购）为主。

北京中电科电子装备有限公司成功推出了自主研发的 8/12 英寸全自动晶圆

减薄机的产业化机型，目前已有 20 多台不同型号设备被用于集成电路材料加

工、芯片制造、先进封装等工艺段的产品量产，产品良率和生产效率均达到

日本进口同类机型水平。在第三代半导体材料加工领域，顺利完成 SiC 材料

减薄工艺验证并形成多台设备订单。预计 2022 年减薄设备将实现合同额 1.2

亿元人民币，2023 年全系列产品产值将突破 2 亿元人民币。

华海清科：12 英寸超精密晶圆减薄机 Versatile-GP300 量产机台出机发往集

成电路龙头企业。

（2）划片机

目前全球的划片机市场日本公司垄断 90%以上，其中，Disco 约占据 70%市场

份额，东京精密次之，划片机国产化率极低，只有 5%左右。全球第三大划片

机厂商以色列 ADT 已被国内光力科技收购，其在国内市场份额不足 5%。

国内企业：

光力科技：2017 年收购了英国的 LPB 公司 70%股权，2020 年进一步收购了

LPB 公司 30%股权。是行业内仅有的两家（另一家为全球半导体划片机龙头企

业 DISCO）既有切割划片机设备，又有核心零部件——高精密气浮主轴的公

司，综合竞争优势突出。光力科技 21 年划片机产能 300 台，空气主轴产能

1000 根。

沈阳和研科技：技术团队是中国早期研发生产精密划片机的国家项目组。划

片机设备有 6-12 英寸系列型号精密划片机。

江苏京创先进电子：研制并成功销售涵盖 6、8、12 英寸系列自动精密划切设

备。

深圳市华腾半导体设备：有全自动单轴划片机和全自动双轴划片机两大类型。

此外，还有北京中电科电子装备、郑州琦升精密制造、深圳市陆芯半导体、

深圳市大族激光科技、沈阳仪表科学研究院、沈阳汉为科技等

（3）固晶机



荷兰的 Besi：全球市场份额约 50%，中国市场份额约 20%；

ASM 公司：全球市场份额约为 30%，中国市场份额约 70%。

国内企业：

华峰测控、砺铸智能、快克智能、新益昌、深科达、凯格精机等。

（4）引线键合（焊线）机

按照焊接原理的不同，可分为热压键合、超声键合和热超声键合三种。热压

键合和热超声键合的焊接材料为金线、铜线，而超声键合主要焊接材料为铝

线。铝线键合机更适用于功率器件，金铜线键合机更多用于 IC 领域。

2021 年引线键合设备国产化率仅 3%。2021 年中国引线键合机进口量为 31134

台，国内铝线键合器一年的需求量大致在 3600 台左右。

国内企业：

大族封测、新益昌、大族封测、深圳翠涛、阿达智能布局焊线机。

大族封测（21 年产量 3000 台）：主流产品的核心性能与国际龙头企业基本

持平

奥特维：铝丝键合机技术对标国外一线。

新益昌（收购深圳开玖）：金丝球焊线机的代表机型 K940 型 TO56 焊线机在

光通讯行业占有 80%以上市场份额。

（5）塑封机

TOWA 每年销售量约为 200 台、YAMADA 约为 50 台、BESI 约 50 台、ASM 约 50

台、文一科技及耐科装备每年各 20 台左右。

文一科技半导体设备中的关键元器件大部分依靠进口。

耐科装备塑封设备目前可实现绝大部分塑料封装形式，尚无法实现树脂底部

填充封装、采用压塑封装成型的晶圆级封装、板级封装等先进封装。

（6）切筋成型设备

在全自动切筋成型设备领域主要企业有日本 YAMADA、荷兰 FICO、耐科装备、

文一科技、东莞朗诚微电子设备、苏州均华精密机械、上海浦贝自动化、深

圳市曜通科技、深圳尚明精密模具、深圳华龙精密等。

目前国产全自动切筋成型设备技术已基本达到大部分封测厂商的要求，产品

处于相对成熟的发展阶段，国产设备市场处于自由竞争阶段，各国产品牌之



间无特别明显的竞争优劣势，但在设备稳定性等方面相较于以日本 YAMADA 和

荷兰 FICO 为代表的全球知名品牌尚有一定的差距。

耐科装备原材料风险：公司半导体封装设备目前使用的 PM23 钢、PM60 钢主

要采购于瑞典的模具钢材供应商，也可以从德国、日本采购，但无国内替代

供应商，对该类原材料存在重大进口依赖。

可参考文章链接：

先进封装：半导体封装测试设备及市场空间梳理（附 29 页 PPT）

半导体封装工艺与设备：先进封装大势所趋，国产设备空间广阔（附 32 页

PPT）

半导体设备研究框架：自主可控势在必行，国产替代大有可为 2023（附 70

页 PPT）

半导体设备报告：前道设备——扼喉之手，亟待突破！（附 78 页 PPT）

半导体设备报告：半导体工艺控制设备，芯片良率关键，国产化率不足 5%，

替代空间大

半导体设备研究框架：光刻机、薄膜沉积、刻蚀机、清洗、氧化、离子注入、

量测

三、半导体设备零部件

半导体零部件是指在材料、结构、工艺、品质和精度、可靠性及稳定性等性

能方面达到了半导体设备技术要求的零部件，是半导体设备的基础和核心，

直接决定着设备的可靠性和稳定性。按照各类零部件在设备上的不同功能，

可其大致分为机械加工件类、物料传送类、电气类、真空类、气液输送类、

光学类、热管理类等。

以 2020 年中国晶圆厂商采购的 8-12 吋晶圆设备零部件产品结构为依据，在

各类零部件中应用较多的有石英制品（11%）、射频发生器（10%）、泵（10%）、

阀门（9%）、静电吸盘（9%）、喷淋头（8%）等。

目前国产率超过 10%的仅有石英制品、喷淋头、边缘环组件等几类，其他零

部件国产率均较低，尤其是阀门、测量计、密封圈等几乎完全依赖进口。据

国内主流代工厂数据，目前全年日常运营过程中领用的零部件（括维保更换

和失效更换的零部件）达到 2000 种以上，但国产占有率仅为 8%左右，美国

和日本占有率分别为 59.7%和 26.7%。

1、石英制品

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247493533&idx=1&sn=b78f3b4fd447ee85daf346c533b6dd21&chksm=c1f6e6c9f6816fdf2ab488947491b007fa8ffc5d1b62a190ecdca7ec8f0496c265f8969003a5&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247495187&idx=1&sn=eada064a31ba974c8af9f0bf37f3849d&chksm=c1f6ef47f68166511ced565ccf6497c05a62097e484ce27d5f2a49cd6af9bc2e2bcdd3c20031&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247495187&idx=1&sn=eada064a31ba974c8af9f0bf37f3849d&chksm=c1f6ef47f68166511ced565ccf6497c05a62097e484ce27d5f2a49cd6af9bc2e2bcdd3c20031&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247490662&idx=1&sn=2dfa625a8f9f4305a608038b60f97e3e&chksm=c1f51d32f68294244d10400438d3480708612e7de902c24bfacc5f09ec8a02387e8f80edd580&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247490662&idx=1&sn=2dfa625a8f9f4305a608038b60f97e3e&chksm=c1f51d32f68294244d10400438d3480708612e7de902c24bfacc5f09ec8a02387e8f80edd580&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247490263&idx=1&sn=b39351e944b457608e0a5f5f45d48405&chksm=c1f51b83f68292957408c31e709badf2c0fcb4f8d1e23343cee5469729e678b8b470cfc0629e&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247489290&idx=1&sn=6a45f85989fb0c1a83d72ccf5cb1557e&chksm=c1f5165ef6829f48cd1a33ddcbdc65bbb92b84fe00d3ecc5eab58c908f8fd35b6fefa0d18c19&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247489290&idx=1&sn=6a45f85989fb0c1a83d72ccf5cb1557e&chksm=c1f5165ef6829f48cd1a33ddcbdc65bbb92b84fe00d3ecc5eab58c908f8fd35b6fefa0d18c19&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247485699&idx=1&sn=f862614643a76468aa8aa3bb22ffe8f8&chksm=c1f50857f682814111b1e73be85d9836f20119c983ee5ecbc02fb7f4e4b0547a721313b53804&scene=21
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247485699&idx=1&sn=f862614643a76468aa8aa3bb22ffe8f8&chksm=c1f50857f682814111b1e73be85d9836f20119c983ee5ecbc02fb7f4e4b0547a721313b53804&scene=21


石英制品属于半导体工艺中的关键耗材。用于半导体的石英玻璃制品具有高

纯度、无污染、耐高温等优良特性，其应用贯穿半导体产业链的各个环节。

总体来看，石英制品可用于扩散、氧化、沉积、光刻、蚀刻、清洗环节等关

键过程。

目前全球石英材料制品市场呈现寡头格局，主要厂商包括德国贺利氏

（Heraeus）、德国昆希（Qsil）、日本东曹（Tosoh）、美国迈图（Momentive），

贺利氏、迈图、东曹三家全球市场占比超过 60%。目前国产厂商供应占比在

10%左右。

国内企业：

杭州大和热磁（外资）、杭州泰谷诺（外资）、沈阳贺利氏信越（外资）、

沈阳汉科（外资）、菲利华石创、北京凯德、宁波云德、苏州富同、东海奥

博、上海强华等。

2、射频电源

全球射频电源市场供应主要集中于美、日、德等国外厂商，国产化率低。在

全球射频电源生产领域，基本由美国和日本地区厂商主导，头部厂商主要包

括万机仪器 MKS、先进能源 AE、日本大阪变压器株式会社和 XP Power 等，生

产层面上，2021 年全球前五大厂商的市场份额占有全球 80.47%左右。

国内企业：

国产厂商主要是英杰电气、恒运昌、北广科技

英杰电气：已成为中微半导体 MOCVD 设备电源稳定供应商，实现进口替代，

且相比进口产品仍然具有较为明显的价格优势。除 MOCVD 设备配套电源外，

某些其他电源公司的技术已经接近国外厂商，具备了替代的可能性，客户已

经开始试用（比如刻蚀机上用的射频电源）。

恒运昌(未上市):2016 年 1 月，恒运昌第一批 1kw 射频电源与自动匹配器产

品上市，经过 3 年多的反复实验与客户现场验证，2019 年年底，恒运昌部分

射频电源产品成功通过拓荆科技的验证，同期恒运昌与拓荆科技正式签署战

略合作备忘录，2020 年 Q2 正式投入市场，实现批量供货。2022 年拓荆科技

向恒运昌增资 2000 万并参股，以强化公司在射频电源的供应能力。

北方华创:2020 年，收购北广科技射频应用技术相关资产。

3、真空汞

真空泵是用来产生、改善和维持真空环境的装置，是真空系统的核心。半导

体制造中，尤其是核心的干法工艺，广泛涉及到真空反应环境，而真空系统

直接关系到芯片的性能和良率。目前，光伏真空泵已实现国产化：目前汉钟



精机在光伏真空泵市占率 70%+，其中拉晶环节市占率较高，电池片环节仍有

一定提升空间。

半导体真空泵由国外厂商主导：海外厂商占据 95%的市场份额，主要有

Edwards（英国，被 Atlas 收购）、 Pfeiffer Vacuum（普发，德国）、 Ebara

（荏原，日本）、 Kashiyama（坚山工业，日本）等，其中 Atlas、Pfeiffer、

Ebara 均为上市公司。

国内企业：

国内主要企业包括汉钟精机、中科仪、中科科仪等，市场份额不到 5%。目前

汉钟精机已在联电、力积电等取得突破，未来有较大的国产替代空间。

4、阀门

2022 年全球半导体阀门（含真空阀，但不含调压阀 regulators）市场规模约

20.9 亿美元。除了瑞士 VAT、美国 MKS 等厂商在真空阀市占率较高

外， Swagelok（美国）、Fujikin（日本）、Parker Hannifin（美国）等厂

商在流体系统中的隔膜阀、调压阀等产品有着较高的市场地位。

国内企业：

新莱应材、晶盛机电、九天真空。

新莱应材：在闸阀等多种真空阀产品对国内主流客户实现国产化供应，在隔

膜阀等气体阀也已实现销售突破并迎来快速放量。

晶盛机电：子公司与日本 Primet 合作，于 2022 年 4 月实现首批隔膜阀产品

的认证通过及量产，客户包括中芯集成、七星流量计、AMAT、TEL 等。

九天真空：承担了科技部、工信部、发改委重大扶持项目 5 个，承担国家集

成电路 02 重大专项 3 个，其中包括“高真空变通导摆动插板阀”等项目。

5、静电吸盘

静电吸盘，又称静电卡盘（ESC, E—Chuck），是一种利用静电吸附原理加持

固定被吸附物的夹具，适用于真空和等离子体环境，主要作用是用于吸附超

洁净薄片(如硅片)，并使吸附物保持较好的平坦度，可以抑制吸附物在工艺

中的变形，并能够调节吸附物的温度。

2021 年全球静电吸盘市场销售额为 17.14 亿美元，预计 2028 年将达到 24.12

亿美元。全球静电吸盘市场主要被美日厂商垄断，主要厂商包括美国 Applied

Materials、美国 Lam Research、日本 SHINKO、日本 TOTO、日本 NTK 等公司，

其中 Applied Materials 和 Lam 为自己的半导体设备配套生产静电吸盘，它

们将生产的刻蚀、PVD、CVD 等设备配套静电吸盘一起销售给晶圆厂，由于静



电吸盘属于消耗品，使用寿命一般不超过两年，因此静电吸盘具有较大的替

换市场。

2021 年全球前三大静电吸盘厂商为 Applied Materials、Lam Research 和

SHINKO，其中 Applied Materials 以 43.86%的市场份额位居全球第一，Lam

Research 和 SHINKO 市场份额分别为 31.42%、10.20%。

全球静电吸盘市场具有高度垄断性，由日本和美国企业主导，包括美国企业

Applied Materials、LAM等设备原厂的自主生产，以及日本企业Shinko、TOTO、

NTK 等第三方供应商，市场集中度较高。

国内企业：

中国在半导体静电吸盘领域已经有了一定的技术突破。中国大陆企业北京华

卓精科科技有限公司、广东海拓创新精密设备科技有限公司已经实现商业化

生产，中国台湾公司 CALITECH 在静电卡盘吸盘也有一定的突破。

静电吸盘上游原材料为氧化铝陶瓷、氮化铝陶瓷。市场集中度较高，多数集

中在日本、美国等。

6、流量计

美日欧企业主导，国产率不足 1%。全球半导体市场流量计的领先厂商如下：

美四(9 家) : Brooks Instrument，MKS Instrument，Bronkhorst，Alicat

Scientific，Alicat Scientific，Malema(Dover)，Sierra Instruments，

SONOTEC，Intek(仿生)，Proteus Industries

日本 (7 家): SMC、SONI、Azbil、Kofloc、LINTEC、TOKYO KEISO、HORIBA、

富士金

韩国 (2 家)：MK Precision、HANNBAEK Precision

英国(2 家): Katronic

德国 (1 家): FLEXIM

国内企业：

北方华创、万业企业、北京七星

万业企业是领先气体输送系统领域精密零组件供应商 Compart Systems 的第

一大股东，通过联合收购取得 Compart Systems 的 33.31%股权并作为第一大

股东。Compart Systems 为全球少数可完成气体输送系统领域零组件精密加

工全部环节及提供流量控制解决方案的公司。



7、金属机械类零部件

在半导体设备中，机械类零部件起到构建整体框架、基础结构、晶圆反应环

境和实现零部件特殊功能的作用，需要满足加工精度、耐腐蚀性、密封性、

洁净度、真空度等指标。根据材料种类的不同，机械类零部件可以分为金属

类和非金属类两种，其中，金属类机械零部件可以进一步分为金属工艺件和

金属结构件。

半导体金属类机械零部件的全球龙头是京鼎精密，于 2001 年在中国台湾地区

注册成立，总部位于新竹科学园区竹南基地。

富创精密是国内半导体设备精密零部件的领军企业，也是全球为数不多的能

够量产应用于 7nm 工艺制程半导体设备的精密零部件制造商。

国内非上市企业主要有江苏先锋精密科技股份有限公司(曾用名：靖江先锋)、

托伦斯半导体设备启东有限公司。

江苏先锋：目前企业正在进行上市辅导，历史投资机构包括中芯聚源、中微

公司、超越摩尔、深创投等。

托伦斯：企业投资机构包括浦东科投、诺华资本、士兰微、元禾厚望、季华

资本等。

8、刻蚀用硅部件

刻蚀用硅部件行业主要被韩日企业垄断，占据市场份额的 70-80%，包括三菱

材料、Coors Tek、SK 化学等。

目前国内厂家主要为神工股份、有研硅半导体、中欣晶圆等，磐盟刚突破该

技术，有望获取部分市场。

神工股份（上游单晶硅材料自主化）产品可覆盖其绝大多数硅零部件规格，

并已获得国内多家 12 英寸集成电路制造厂的送样评估机会，取得了小批量订

单。

有研硅：刻蚀设备用硅材料营收 5.8 亿元，全球市占率约 16%，为国内刻蚀

设备用硅材料头部企业。

9、机械手

全球半导体机械手市场主要由美国和日本厂商主导。日本是最大的半导体机

械手生产地区，占有大约 60%的市场份额，美国占有 20%的市场份额。中国占

有市场份额不大，目前本土企业由新松机器人（最近两年净利润现金流为负，



毛利率由 17 年之前的 30%多下降到现在不到 10%，存货 40 亿，占总资产比例

35%）主导。

10、光刻机零部件

主要为美国、德国、日本、中国台湾厂商，美国厂商数量最多，其中最核心

的组件是光源和镜头，镜头供应商为德国蔡司，光源供应商为美国 Cymer（被

ASML 收购）和日本 Gigaphoton，其中 EUV 光刻机光源由 Cymer 独家供应。

（1）光刻机双工件台

“双工件台”是测量台和曝光台的合称，是承载用来生产芯片的硅片的工作

台，光刻机核心组件之一，目前国内已攻克，水平与 ASML 接近。

华卓精科的双工件台目前主要用于 65 纳米至 28 纳米浸没式光刻机的研发，

而且 1.7 纳米的华卓精科工件台结合 28 纳米沉浸式光刻机，在理论上可以经

过多重曝光实现 7 纳米芯片的制造。

（2）光源

光源波长决定了光刻机的工艺能力。光刻机需要体积小、功率高而稳定的光

源。如 EUV 光刻机所采用的波长 13.5nm 的极紫外光，光学系统极为复杂。

主流的 193nm（ArF）光源（DUV 光源）已攻克，最前进的 13.5nm EUV 光源则

正在努力攻坚中。

公司：福晶科技，科益虹源，茂莱光学。

（3）光学镜片（物镜系统）

长春国科精密已经能生产 90nm DUV 光刻机镜头，可用于合肥芯硕 200nm 的光

刻机，长春光机所研制的 32nm EUV 光刻曝光装置已经验收。

奥普光电（物镜原材料）的 K9 光学玻璃、人造萤石（CaF2)等高端光学材料

供应给肖特蔡司，而肖特蔡司是荷兰 ASML 光刻机透镜系统光学元件供应商。

更多关于半导体零部件资料可参考文章链接：

100+页 PPT 详解：半导体零部件行业与国产替代

四、总结

基本完成国产替代：

（1）半导体材料：光刻胶原材料溶剂（百川股份）

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjQ0MTc4Nw==&mid=2247495363&idx=1&sn=5fbf0cefb77b3a5e9d8a6993592232b6&chksm=c1f6ef97f6816681198edbf4722eaa0160897745266f322191c183febb765773410124a123aa&scene=21


（2）半导体设备：去胶设备（屹唐半导体），分选机（长川科技），固晶机

（新益昌），切筋成型设备（文一科技，耐科装备）

（3）半导体设备零部件：流量计（万业企业），金属机械类零部件（富创精

密），光刻机双工件台（华卓精科）。

技术基本达到国际一流水平，产量还不能满足国内需求：

（1）半导体材料：硅片（沪硅产业，中环股份，立昂微），电子级多晶硅（黄

河水电，鑫华半导体），光刻胶原材料单体（万润股份、瑞联新材、宁波微

芯），光刻胶原材料光引发剂（强力新材、久日新材），抛光液（安集科技，

鼎龙股份，上海新阳），抛光液原材料磨粒（鼎龙股份，上海新安纳），抛

光垫（鼎龙股份），引线框架（康强电子），引线框架原材料高端合金（博

威合金），陶瓷基板（博敏电子），芯片粘接材料（德邦科技），塑封料（华

海诚科），切割材料（岱勒新材）

（2）半导体设备：长晶炉（北方华创、连城数控，晶盛机电），刻蚀设备（中

微公司，北方华创），薄膜沉积设备（北方华创，中微公司，拓荆科技），

清洗设备（盛美上海、北方华创、芯源微、至纯科技），抛光设备（华海清

科），前道检测设备（精测电子），测试机（华峰测控，长川科技），探针

台（深圳矽电），晶圆减薄机，划片机（光力科技），引线键合机（新益昌，

大族封测，奥特维）

（3）半导体设备零部件：石英制品（菲利华），射频电源（英杰电气），真

空汞（汉钟精机），阀门（新莱应材），刻蚀用硅部件（神工股份），光学

镜片原材料光学玻璃（奥普光电）

仅能替代部分或者中低端产品，技术与国外有一定差距：

（1）半导体材料：电子特种气体（金宏气体，华特气体，派瑞特气等），光

刻胶（彤程新材，晶瑞电材，徐州博康），光刻胶原材料树脂（圣泉集团、

彤程新材、强力新材），光掩模板（清溢光电，路维光电），湿电子化学品

（江化微、格林达，福兴电子，中巨芯），靶材（江丰电子、有研新材），

靶材原材料高纯金属，封装基板（深南电路，兴森科技），键合丝（康强电

子），前驱体（雅克科技）

（2）半导体设备：光刻机（上海微电子），离子注入设备（万业企业），涂

胶显影设备（芯源微），塑封机（文一科技，耐科装备）

（3）半导体设备零部件：静电吸盘（华卓精科），光刻机零部件光源（福晶

科技），光刻机零部件光学镜片（国科精密）

几乎依赖于国外：

封装基板原材料 BT 树脂和 ABF 树脂，薄膜沉积设备主要原材料，清洗设备原

材料兆声波发生器，机器人手臂，封装设备原材料 PM23 钢、PM60 钢。
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